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内容概要

　　《电子产品生产与组装工艺》是从电子产品制造的实际出发，按照电子产品生产工艺要求的顺序
进行编写，主要内容包括：常用电子元件的识别与检测、常用电子材料的识别、电子元器件的焊接及
工艺、电子产品的组装及工艺、电子产品的调试、电子产品的检验与包装。
全书共6章，每章均有思考与练习。

　　读者通过学习本书内容，既能够掌握生产操作中的基本技能，又能从工艺工程师、管理人员的角
度认识电子产品的生产全过程。
本书可作为中、高等职业学校的电子信息、电子应用或smt类专业课程的教材，也可作为电子爱好者和
一些制造业现场管理、操作人员等的教材与自学参考书。
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　1．1．1电阻器的分类
　1．1．2电阻器和电位器的型号命名方法
　1．1．3电阻器的主要技术指标
　1．1．4电阻器的识别方法
　1．1．5电阻器的检测
　1．2电容器的识别与检测
　1．2．1电容器的分类
　1．2．2电容器的型号命名方法
　1．2．3电容器的主要技术指标
　1．2．4电容器的识别方法
　1．2．5电容器的检测
　1．3半导体分立元器件的识别与检测
　1．3．1半导体器件的分类
　1．3．2半导体器件的型号命名法
　1．3．3半导体器件的主要技术指标
　1．3．4半导体器件的检测
　1．4集成电路的识别与检测
　1．4．1集成电路的分类
　1．4．2集成电路的型号命名方法
　1．4．3集成电路的识别
　1．4．4集成电路的检测
　1．5电感器和变压器的识别与检测
　1．5．1电感器和变压器的分类
　1．5．2电感器和变压器的主要技术指标
　1．5．3电感器和变压器的检测
　1．6压电元件和霍耳元件的识别与检测
　1．6．1压电元件和霍耳元件的分类
　1．6．2压电元件和霍耳元件的主要技术指标
　1．6．3压电元件和霍耳元件的检测
　1．7表面安装元器件的识别与检测
　1．7．1表面安装元器件的分类
　1．7．2表面安装元器件的包装种类
　1．7．3表面安装元器件的使用要求与选择
　思考与练习
第2章　常用电子材料的识别
　2．1导线
　2．1．1导线的分类
　2．1．2导线的命名方法
　2．1．3导线的选用
　2．2绝缘材料
　2．2．1绝缘材料的分类
　2．2．2绝缘材料的性能指标
　2．2．3绝缘材料的用途

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<电子产品生产与组装工艺>>

　2．3磁性材料
　2．3．1磁性材料分类
　2．3．2常用磁性材料的主要用途
　2．4印制电路板
　2．4．1覆铜箔板的种类与选用
　2．4．2印制电路板的特点及分类
　2．5黏合剂
　2．5．1常用黏合剂的类型
　2．5．2常用黏合剂的特点与应用
　2．6焊接材料
　2．6．1焊料
　2．6．2助焊剂
　2．6．3阻焊剂
　思考与练习
第3章　电子元件的焊接工艺
　3．1手工锡焊
　3．1．1手工锡焊工具
　3．1．2手工锡焊的方法与技巧
　3．1．3手工锡焊的质量判定
　3．2手工拆焊
　3．2．1手工拆焊的工具
　3．2．2手工拆焊的操作技巧
　3．3自动锡焊
　3．3．1自动锡焊设备
　3．3．2自动锡焊工艺
　3．3．3贴片元件的手工操作
　思考与练习
第4章　电子产品的组装及工艺
　4．1电子产品的组装概述
　4．1．1电子产品的组装内容与工序
　4．1．2电子产品的整机组装
　4．1．3电子产品的整机组装专用设备介绍
　4．1．4电子产品整机组装中的静电防护
　4．2元器件的组装工艺
　4．2．1常用元器件的组装要求和方法
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